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Total Etch ve Self Etch Bonding Sistemlerin
Süt Dişi Dentinine Bağlanma

Dayanımlarının Mikro Gerilme Test Metodu
ile İncelenmesi

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç::  Yeni geliştirilen adezif sistemlerin süt dişi dentinine bağlanma dayanımlarını mikro
gerilme test metodu ile araştırmak ve adezif sistem-dentin ara yüzeyini taramalı elektron mikroskobu
(SEM) ile değerlendirmektir. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr: Çalışmada 15 adet çürüksüz insan süt ikinci molar
dişi kullanıldı. Dişlerin aproksimal yüzeyleri düz dentin yüzeyi elde etmek için düşük devirli elmas
separe kullanılarak prepare edildi. Hazırlanan dişler rastgele üç gruba ayrıldı. Birinci grup: İki aşamalı
“self-etch” adezif sistem Adper SE Plus (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD). İkinci grup: Tek aşamalı “self-
etch” adezif sistem AdheSE One (Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein, Almanya). Üçüncü grup: Total-
etch adezif sistem Adper Single Bond Plus (3M ESPE, St. Paul. MN, ABD). Adezif sistemler hazırlanan
dentin yüzeylerine üretici firmanın talimatlarına göre uygulandıktan sonra kompozit materyaller
(Tetric EvoCeram-Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Almanya ve FiltekTM Supreme Plus-3M ESPE,
St.Paul.MN, ABD) tabakalama tekniği ile yerleştirildi. Adezif sistemlerin bağlanma dayanımı mikro
gerilme test metodu kullanılarak test edildi. İstatistiksel değerlendirme one way ANOVA ve Tukey
HSD testleri kullanılarak yapıldı. Üç adet süt dişi SEM değerlendirilmesi için kullanıldı. BBuullgguullaarr::
Süt dişi dentinine en yüksek bağlanma dayanımı Adper Single Bond Plus grubunda elde edildi. Bu
sistem hem Adper SE Plus  hem de AdheSE One’dan istatistiksel olarak farklı bulundu. Adper SE Plus
ve AdheSE One‘ın süt dişi dentinine bağlanma dayanım değerleri arasında ise istatistiksel fark tespit
edilmedi. SSoonnuuçç:: Bu çalışmada kullanılan total “etch” sistem-Adper Single Bond Plus süt dişi dentinine
“self etch” sistemlerden daha yüksek bağlanma dayanımı göstermiştir.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Süt dişi; bonding ajanlar 

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee:: The aim of this study was to evaluate micro tensile bond strength of current
adhe si ve systems on pri mary to oth den tin and analy ses of ad he si ve system-den tin in ter fa ce with
scan ning elec tron mic ros co pe (SEM). MMaa  ttee  rrii  aall  aanndd  MMeett  hhooddss::  Fif te en ex trac ted hu man pri mary se c-
ond mo lar we re used in this study. The ap pro xi mal sur fa ces of te eth we re pre pa red to ob ta in den ti -
ne flat by using a low spe ed di a mond saw. The pre pa red te eth we re di vi ded ran domly in to thre e
gro ups. First gro up: Two step self etch ad he si ve system (Ad per SE Plus-3M ES PE, St. Pa ul. MN, USA).
Se cond gro up: One step self etch adhesive system (AdheSE One-Ivoclar-Vivadent, Liechtenstein,
Germany). Third group: Total etch adhesive system (Adper Single Bond Plus-3M ESPE, St. Paul. MN,
USA). After the adhesive systems were applied to dentin surfaces according to manufacturer’s in-
structions, composite materials (Tetric EvoCeram-Ivoclar Vivadent, Liechtenstein, Almanya ve Fil-
tekTM Supreme Plus-3M ESPE, St. Paul. MN, USA) were built up  with incremental technique. The
bond strength of the adhesive systems was tested by using the micro tensile test method. The data
were analyzed by using one way ANOVA analysis and Tukey HSD test. Three primary teeth were
used for SEM examinations. RReessuullttss::  The highest micro tensile bond strength value on primary tooth
dentin was obtained with Adper Single Bond Plus group. This system was statistically different both
AdheSE One and Adper SE Plus. There were no statistical differences between micro tensile bond
strength value of AdheSE One group and Adper SE Plus group on primary tooth dentin. CCoonncclluussiioonn::
This study revealed that total etch system -Adper Single Bond Plus- used in this study showed higher
bond strength than self etch system to primary tooth dentin.

KKeeyy  WWoorrddss::  Tooth, deciduous; dental bonding  
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de zif sis tem le rin diş do ku la rı ile oluş tur du -
ğu mik ro me ka nik bağ lan tı sa ye sin de ka vi -
te pre pa ras yo nu sı ra sın da re tan si yon

oluş tur mak için sağ lam diş do ku la rı nın kal dı rıl ma -
sı ge rek si ni mi or ta dan kalk mış tır.1 Da ha kon ser va -
tif te da vi yak la şım la rı mi ne-den tin do ku
ka lın lık la rı in ce, pul pa oda sı ise diş hac mi ne gö re
da ha ge niş olan süt diş le ri nin ka vi te pre pa ras yon -
la rın da bü yük avan taj sağ la mak ta dır.2 Bu avan taj -
la rı nın ya nın da da i mi diş le rin res to ras yon la rın da
ol du ğu gi bi süt diş le ri nin res to ras yon la rın da da es-
te tik ma ter yal le re olan il gi art mış ve re zin esas lı
dol gu ma ter yal le ri pe do don ti kli nik le rin de yay gın
bir şekil de kul la nı lır ha le gel miş tir.3

Ade zif sis tem ler “sme ar” ta ba ka sı üze rin de
yap tı ğı de ği şik lik le re gö re “to tal etch” ve “self etch”
sis tem ler ol mak üze re sı nıf lan dı rıl mıştır.1,4 “To tal
etch” sis tem ler, asit le me ile bir lik te ön ce lik le den-
tin yü ze yi ni ör ten “sme ar” ta ba ka sı nı or ta dan kal-
dır mak ta ve den ti ni de mi ne ra li ze ede rek kol la jen
lif le ri açı ğa çı kar mak ta dır.5,6 İlk ge liş ti ri len “to tal
etch” sis tem ler üç aşa ma lı iken, gü nü müz de ço ğun-
luk la pri mer ve bağ la yı cı ajan uy gu la ma la rı nın bir-
leş ti ril di ği iki aşa ma lı sis tem ler kul la nıl mak ta dır.4

“Self etch” sis tem ler ise “sme ar” ta ba ka sı nın ve
alt ta ki den tin yü ze yi nin kıs men de mi ne ra li ze edil-
me si esa sı na da yan mak ta dır. “Self etch” pri mer sis-
tem ler de, “to tal etch” sis tem le re gö re da ha za yıf bir
asit pri mer ile kom bi ne edi le rek kul la nı lır. Ay rı bir
asit le me ba sa ma ğı ol ma dı ğı için den tin yü ze yi nin
yı ka nıp ku ru tul ma sı söz ko nu su ol ma mak ta, böy le -
ce kol la jen fib ril le rin bü zül me si ön len miş ol mak -
ta dır.7-10 “Self etch” sis tem ler tek ve iki aşa ma lı
ol mak üze re iki ye ay rı lır . İki aşa ma lı “self etch” sis-
tem ler de re zin in fil tras yo nu için nem li den tin yü-
ze yi oluş tur ma da dü şük mo le kül ağır lı ğın da ki
pri mer so lüs yo nu kul la nı lır. İkin ci ba sa mak ta ise
hem pri mer uy gu lan mış den tin yü ze yi hem de üze-
ri ne uy gu la nan kom po zit re zin le ko po li me ri ze ola-
bi len dü şük vis ko zi te li bir bon ding re zin
uy gu la nır.11

Tek aşa ma lı “self etch” sis tem ler ise bon ding uy-
gu la ma pro se dü rü nü kı salt mak ve ba sit leş tir mek için
ge liş ti ril miş tir. Bu tek nik te con di ti o ner, pri mer ve
bon ding ajan uy gu la ma ba sa mak la rı kom bi ne edil-

miş tir.12 Tek aşa ma lı “self etch” sis tem ler de, uy gu la -
ma ba sa mak la rı nın azal ma sı ve ba sit leş ti ril me si ne-
de ni i le özel lik le ko o pe re ol ma yan ço cuk la rın
te da vi sin de kul la nı mı avan taj lı ola bil mek te dir.13,14

Diş do ku la rı ile ade zif sis tem ler ara sın da ki
bağ lan ma da ya nı mı nı be lir le mek için kla sik ma kas-
la ma ve ge ril me test me tot la rı nın ya nı sı ra yak la şık
1 mm2 lik yü zey ala nı nın kul la nıl dı ğı mik ro ge ril -
me test me to du gü nü müz de yay gın ola rak kul la -
nıl mak ta dır.15 Sa no ve ark. ta ra fın dan ge liş ti ri len
mik ro ge ri lim test me to du ile kon van si yo nel bağ-
lan ma test me tot la rın da kar şı mı za çı kan ho mo jen
ol ma yan stres da ğı lım la rı, kü çük yü zey alan la rı
kul la nı la rak eli mi ne edil miş tir.16

Bu ça lış ma nın ama cı, ye ni ge liş ti ril miş Ad per
SE Plus- iki aşa ma lı “self etch” ade zif sis tem,  Ad-
he SE One-tek aşa ma lı “self etch” ade zif sis tem ve
Ad per Sing le Bond Plus- iki aşa ma lı “to tal etch”
adezif sis tem ma ter yal le ri nin süt di şi den ti ni ne
bağ lan ma da ya nım la rı nın mik ro ge ril me test yön-
te mi ile araş tı rıl ma sı dır. Ay rı ca, ade zif sis tem ler ile
den tin ara sın da ki bağ lan tı böl ge si ta ra ma lı elek tron
mik ros kop (SEM) ile de ğer len di ril miş tir.

GEREÇ VE YÖNTEMLER
Bu ça lış ma da üç fark lı adezif sis te min süt di şi den-
ti ni ne bağ lan ma da ya nım la rı nı araş tır mak ama cıy -
la al tın da ki da i mi di şin sür me za ma nı gel miş
ol ma sı na rağ men hâ lâ ağız da mev cut olan ve ya or-
to don tik amaç la çe kil miş 15 adet çü rük süz in san
süt ikin ci mo lar kul la nıl dı. Diş çe kim le ri 10-12 yaş
ara sın da ki has ta la r dan ya pıl dı ve çe kim ler den ön -
ce ai le le rin den ge rek li izin alın dı.

Diş ler üze rin de ki yu mu şak do ku ar tık la rı te-
miz len dik ten son ra de ney aşa ma sı na ka dar +40C de
se rum fiz yo lo jik için de sak lan dı. 

Su so ğut ma sı al tın da dü şük hız da dö nen el mas
se pa re (Iso met, Bu eh ler Ltd., Evan son, Il li no is,
ABD) ile ap rok si mal yü zey ler den tin açı ğa çı ka cak
şekil de ke sil di. Açı ğa çı kan den tin yü zey le ri 320o

si li kon kar bid zım pa ra ile zım pa ra la na rak adezif
re zin le rin uy gu lan ma sı na ha zır ha le ge ti ril di (Re -
sim 1 a, b). Ha zır la nan diş ler rast ge le üç gru ba ay-
rıl dı ve her bir ade zif ma ter yal için 5 adet diş
se çil di. 



Ça lış ma da iki aşa ma lı “self etch” adezif sis tem
ola rak Ad per SE Plus (3M ES PE, St. Pa ul. MN,
ABD), tek aşa ma lı “self etch” adezif sis tem ola rak
Ad he SE One (Ivoc lar-Vi va dent, Li ech tens te in, Al-
man ya) ve “to tal etch” adezif sis tem ola rak Ad per
Sing le Bond Plus (3M ES PE, St. Pa ul. MN, ABD)
ma ter yal le ri kul la nıl dı (Tab lo 1). 

Ça lış ma da kul la nı lan adezif sis tem ler ha zır la -
nan ap rok si mal den tin yü zey le ri ne üre ti ci fir ma -
nın ta li mat la rı na gö re uy gu lan dık tan son ra Ad per
SE Plus ve Ad per Sing le Bond Plus uy gu la nan diş-
le re Fil tekT MSup re me (3M ES PE, St. Pa ul. MN,
ABD), Ad he SE One uy gu la nan diş le rde Tet ric Evo-
Ce ram (Ivoc lar-Vi va dent, Li ech tens te in, Al man ya)

kom po zit ma ter yal le ri ta ba ka la ma yön te mi ile yük-
sek li ği yak la şık 4-5 mm ola cak şekil de yer leş ti ril di
(Re sim 1 c). Dol gu la rın her bir ta ba ka sı LED (Eli par
Fre e Light2, 3M Es pe, Almanya) ışık kay na ğı ile 40
saniye po li me ri ze edil di.

Res to ras yon lar ta mam lan dık tan son ra diş ler
24 sa at 370C’de etüv de bek le til di. Her bir di şin kö -
kü mi ne-se ment bir le şi mi nin yak la şık 2 mm al tın -
dan ke si le rek ak ri lik blok la ra gö mül dü. Ak ri lik
blok lar su so ğut ma sı al tın da dü şük hız la dö nen kes -
me ci ha zı na (Iso met, Bu eh ler Ltd., Evan son, Il li -
no is, ABD) yer leş ti ril di. Diş ler bağ lan ma yü ze yi ne
dik ola rak di lim le ne rek yak la şık 1 mm2 lik bağ lan -
ma yü ze yi ne sa hip çu buk lar el de edil di (Re sim 1 d,
e) (Re sim 2). Böy le ce her bir grup için 15 adet çu -
buk el de edil miş ol du.

Di ji tal mik ro met re ile ör nek le rin ke nar uzun-
luk la rı öl çü le rek bağ lan ma yü zey ala nı mm2 ola rak
he sap lan dı. Çu buk şek lin de ki ör nek ler mi ni ins-
tron test ci ha zı na (Dis co, Mic ro ten si le tes ter, ABD)
si yo na ak ri lat ile ya pış tı rı la rak 1 mm/dakika hız la
ge ril me kuv ve ti uy gu lan dı (Re sim 3). El de edi len
New ton cin sin de ki de ğer ler MPa ’a aşa ğı da ki for-
mül kul la nı la rak çev ril di. 

Mpa= F (new ton)/Alan (mm2) 

Kı rıl ma yü zey le ri ste re o mik ros kop ta (x20) in-
ce le ne rek adezif, ko he zif ya da miks kop ma ola rak
sı nıf lan dı rıl dı.

El de edi len ve ri le rin is ta tis tik sel in ce le me si
tek yön lü ANO VA ve Tu key HSD test le ri ile ya pıl -
dı. İsta tis tik sel ola rak p< 0.05 an lam lı ka bul edil di.
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RESİM 1: Mikro gerilim testi için örnek hazırlama aşamalarının şematize
edilmesi. 
(A) Çürüksüz süt azı dişi, (B) Aproksimal dentin yüzeyinin açığa çıkarılması,
(C) Açığa çıkmış dentin yüzeyine kompozit dolgu uygulanması, (D, E) Kom-
pozit dolgunun düşük devirli elmas separe ile kesilmesi sonucunda elde edilen
çubuk şeklindeki örnekler.

TABLO 1: Kullanılan adeziv sistemler ve kompozisyonu.

Adeziv sistem
Adper Single Bond Plus

Adper SE Plus 

AdheSE One

Tipi
“Total etch” sistem

“Self etch” iki basamaklı sistem

“Self etch” tek basamaklı sistem

Üretici firma
3M ESPE, St. Paul.
MN, ABD

3M ESPE, St. Paul.
MN, ABD

Ivoclar Vivadent, Schaan Liechtenstein

Kompozisyonu
Fosforik asit,
BisGMA, HEMA, dimetakrilat, etanol, su, 
poliakrilik asit, poliitatonik asit
Likit A: su, HEMA, surfaktan, 
Likit B: UDMA, TEGDMA, hidrofobik trimetakrilat,
HEMA fosfat
bis-Acrylamide, su,
bis-methacrylamide dihydrogen phosphate, 
amino asit akrilamid,
hidroksil alkali  metakrilat,
silikon dioksit, katalizörler, stabilizörler
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SEM İÇİN ÖR NEK LE RİN HA ZIR LAN MA SI

Her bir grup için 2 adet ol mak üze re top lam 6 adet
diş kul la nıl dı. SEM ana li zi ya pı la cak olan diş le re
bağ lan ma da ya nı mı de ne yin de ol du ğu gi bi res to ra -
tif ma ter yal ler uy gu lan dı. Ha zır la nan ör nek ler bağ-
lan tı ara yü ze yi ne dik ola cak şekil de dü şük hız da
ça lı şan el mas se pa re (Di a mond Wa fe ring Bla de,
Bu eh ler, IL, ABD) ile ke si le rek, her bir grup için 4
adet bağ lan tı yü ze yi el de edil di.

Ke si len diş ler 24 sa at sü rey le %10’luk for ma lin
için de bek le til di. El de edilen ör nek ler epok si re zin
(Co le-Par mer Ins tru ment Co., Il li no is, ABD) içe ri -
si ne gö mül dü. SEM ile in ce le ne cek yü zey ler sı ra -
sıy la 600-800-1000-1200 grit lik zım pa ra la rı
kul la na rak aşın dı rıl dı. Da ha son ra yü zey ler 6 µm, 3
µm, 1 µm, ¼ µm el mas par lat ma pas ta la rıy la ken di-
le ri ne ait ci la ke çe le riy le (Stre u ers, Ko pen hag, Da-
ni mar ka) ci la lan dı. Ör nek ler her bir uy gu la ma

son ra sın da 10 dakika sü rey le ul tra so nik te miz le yi -
ci içe ri si ne (USG 4000 Ul trasc hall Den ta rum, Al-
man ya)  bı ra kıl dı. Son ra sın da 10 saniye %10’luk
fos fo rik asit ve 5 dakika %5’lik  Na OCl uy gu lan dı.
Tüm ör nek ler 1 dakika dis ti le su da yı kan dık tan
son ra ku ru tul du. İnce le me ler x1500 bü yüt me de
Scan ning Elek tron Mik ros ko bu (Le o 44O Le o Ze iss
Cam brid ge/İngiltere) ile ya pıl dı.

BULGULAR
Adezif sis tem le rin süt di şi den ti ni ne bağ lan ma da-
ya nım de ğer le ri Tab lo 2’de gös te ril di. 

Süt di şi den ti ni ne en yük sek bağ lan ma da ya -
nım de ğe ri ni Ad per Sing le Bond Plus gös ter di. Ad -
per Sing le Bond Plus is ta tis tik sel ola rak hem Ad per
SE Plus hem de Ad he SE One’ dan fark lı bu lun du
(p< 0.05).

Ad per SE Plus ve Ad he SE One adezif sis tem -
le ri nin süt di şi den ti ni ne bağ lan ma da ya nım de ğer-
le ri ara sın da ise is ta tis tik sel fark tes pit edil me di (p>
0.05).

Kı rıl ma tip le ri in ce len di ğin de ise; Ad per SE
Plus ma ter ya lin de %94 adezif, %6 ko he ziv tip kı rıl -
ma; Ad per Sing le Bond Plus ta %67 adezif, % 33
ko he ziv; Ad he SE One’da %67 adezif, %27 ko he ziv,
%6 miks tip kı rıl ma göz len di (Tab lo 3). 

Ma ter yal le rin ta ma mı na ba kıl dı ğın da ise %76
adezif, %22 ko he ziv, %2 miks tip kı rıl ma göz len -
di.

RESİM 3: Mikro gerilim test cihazı.

Adeziv sistemler Ort ± SS Min-maks

Adper SE Plus 10.93 ± 2.03a 7.33- 14.09

Adper Single Bond Plus 24.26 ± 5.03b 18.75- 35.78

AdheSE One 11.58 ± 2.34a 8.74- 15.90

TABLO 2: Adeziv sistemlerin süt dişi dentin dokusuna
ait bağlanma dayanım değerleri (MPa).

Aynı harfle gösterilen gruplar arasında istatistiksel fark yoktur.

Adezif (%) Kohezif (%) Miks (%)

Adper SE Plus 94 6 -

Adper Single Bond Plus 67 33 -

AdheSE One 67 27 6

TABLO 3: Kırılma tipleri.

RESİM 2: Düşük devirli su soğutmalı elmas separe.
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SEM BUL GU LA RI

Ad per SE Plus ın süt di şi den tin do ku su na ait SEM
gö rün tü le ri in ce len di ğin de dü zen li hib rit ta ba ka -
nın var lı ğı ve re zin tag lar göz len di (Re sim 4).

Ad he SE One ait gö rün tü ler de dü zen li bir hib-
rit ta ba ka ve re zin tag lar göz len di. Ay rı ca, la te ral
uzan tı lar  da mev cut tu (Re sim 5). 

Ad per Sing le Bond Plus bon ding sis te mi ne ait
SEM gö rün tü le rin de ise da ha ka lın ve ko nik bi çim -
li re zin tag lar göz le nir ken hib rid ta ba ka dü zen li bir
şekil de iz len di (Re sim 6).

TARTIŞMA

Bu ça lış ma da ye ni ge liş ti ril miş bon ding sis tem ler -
den tek ba sa mak lı “self etch” sis tem Ad he SE One,
iki ba sa mak lı “self etch” sis tem Ad per SE Plus ve
“to tal etch bon ding” sis tem ola rak da Ad per Sing le
Bond Plus ’ın süt di şi den ti ni ne bağ lan ma da ya nım -
la rı mik ro ge ril me test me to du ile de ğer len di ril -
miş tir. Ça lış ma da kul la nı lan üç fark lı bon ding
sis te mi nin üze ri ne her fir ma nın ken di kom po zi ti
kul la nı la rak dol gu lar ya pıl mış tır. Bu uy gu la ma ya-
pı lır ken üre ti ci fir ma nın ta li mat la rı ve li te ra tür de -
ki6,17 uy gu la ma lar dik ka te alın mış tır.

Mik ro ge ril me test me to dun da kü çük yü zey
ala nı na (yak la şık 1 mm2) sa hip ör nek le rin kul la nıl -
ma sı ne de ni ile ara yü zey de stres da ğı lı mı ho mo -
jen bir şekil de ger çek leş mek te dir.16 Bağ lan ma

da ya nı mı ile il gi li da ha doğ ru so nuç lar ver me si ve
bir diş ten faz la sa yı da ör nek el de edi le bil me si bu
test me to du nun avan taj la rı ara sın da yer al mak ta -
dır.16 Li te ra tür in ce len di ğin de mik ro ge ril me test
me to du için çu buk, kum sa a ti gi bi fark lı şekil ler de
ha zır lan mış ör nek le rin kul la nıl dı ğı gö rül mek te dir.
Ho so ya ve ark. ise süt di şi den ti ni nin za yıf fi zik sel
özel lik le ri ne de niy le, ör nek ha zır la ma aşa ma sın da
fre zin oluş tu ra ca ğı vib ras yo nun ve ba sın cın bağ-
lan tı ara yü ze yi ne za rar ve re bi le ce ği ni bil dir miş -
ler dir.18 Ay nı araş tır ma cı lar, bu ne den ler den do la yı
süt diş bağ lan ma da ya nı mı ça lış ma la rı için çu buk

RESİM 4: AdperSE Plus’ın süt dişi dentinindeki SEM görüntüsü (HT= Hibrid
tabaka, RU= Rezin uzantısı).

RESİM 5: AdheSE One’ın süt dişi dentinindeki SEM görüntüsü (HT= Hibrid
tabaka, RU= Rezin uzantısı).

RESİM 6: Adper Single Bond Plus’ın süt dişi dentinindeki SEM görüntüsü
(HT= Hibrid tabaka, RU= Rezin uzantısı, LU= Lateral uzantı).
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şek lin de ki ör nek le rin da ha uy gun ola ca ğı nı ön gör -
mek te dir ler. Bu ça lış ma da da li te ra tür de ki öne ri ler
doğ rul tu sun da mik ro ge ril me test me to du için süt
di şi den ti nin den ha zır la nan çu buk şek lin de ör nek -
ler kul la nıl mış tır.

Adezif res to ra tif ma ter yal le rin diş do ku la rı ile
oluş tur du ğu bağ lan tı sert do ku lar dan inor ga nik ya-
pı la rın uzak laş tı rıl ma sı ve bu boş luk la ra re zin mo-
no mer le rin in fil tras yo nu ile mey da na ge len
mik ro me ka nik ke net len me esa sı na da yan mak ta dır.
“To tal etch” sis tem ler de asit ler yar dı mıy la ta ma -
men uzak laş tı rıl mak ta dır. Bu sis tem ler de asit le rin
suy la yı ka na rak uzak laş tı rıl ma sı nı ta ki ben den tin
yü ze yi nin ba sınç lı ha va ile ku ru tul ma sı kol la jen lif-
le rin bü zül me si ne yol aça rak, re zi nin tam ola rak
pe net ras yo nu en gel len mek te dir. Bu uy gu la ma bağ-
lan ma da ya nı mı nın azal ma sı na ne den ol mak ta dır.
Ön ce le ri nem li den tin yü ze yi nin bağ lan ma yı
olum suz et ki le ye ce ği dü şü nü lür ken, gü nü müz de
yük sek bağ lan ma da ya nım la rı nın el de edi le bil me -
si için den tin yü ze yi nin nem li bı ra kıl ma sı nın öne-
ril di ği göz len mek te dir. Re zin-den tin ara
yü ze yin de ki bü tün lü ğün sağ la na bil me si için hem
in ter tü bü ler hem de in tra tü bü ler den tin böl ge si ne
re zi nin in fil tre ola bil me si ne bağ lı dır.19 Tay ve ark.
asit uy gu la ma sı nı ta ki ben de mi ne ra li ze ol muş in-
ter tu bu lar den tin böl ge sin de re zi nin op ti mum dü-
zey de in fil tre ola bil me si nin ya yü ze yin nem li
bı ra kıl ma sı ile ya da bon ding sis te min çö zü cü ola-
rak su içer me si du ru mun da re hid ra tas yon et ki si
gös te re rek ger çek le şe bi le ce ği ni bil dir miş ler dir.20

Co ur son ve ark. da ba zı “to tal etch bon ding” sis-
tem le rin pri mer ’ı nın ya pı sın da su bu lun ma sı na
bağ lı ola rak kol la jen ler üze rin de re hid ra tas yon et-
ki si ya pa rak re zin ya pı la rın in fil tras yo nu nu ko lay -
laş tır dı ğı nı ile ri sür mek te dir ler.21 Bu ça lış ma da test
edi len den tin bon ding sis tem le rin bağ lan ma da ya -
nı mı or ta la ma la rı na ba kıl dı ğın da en yük sek de ğer
Ad per Sing le Bond Plus gru bun da el de edil miş tir.
Bu ma ter yal bir “to tal etch” sis tem olup ya pı sın da
su içer mek te dir. Bu bon ding sis te mi nin yük sek
bağ lan ma da ya nı mı na sa hip ol ma sı nın, yu ka rı da da
an la tıl dı ğı gi bi, bon ding sis te min ya pı sal özel lik le -
rin-  den kay nak lan dı ğı dü şü nül mek te dir. Ay rı ca
bon ding sis te min uy gu lan ma sı sı ra sın da, üre ti ci fir-
ma nın ta li mat la rı doğ rul tu sun da, kol la jen ya pı la -

rın bü zül me si ne en gel ol mak için den tin yü ze yi nin
aşı rı ku ru tul ma sın dan ka çı nıl mış tır. 

Tor res ve ark. iki “to tal etch”, bir tek aşa ma lı
“self etch” adezif sis te min süt di şi den tin do ku su na
bağ lan ma da ya nım la rı nı kar şı laş tır dık la rı ça lış ma -
la rın da, “to tal etch” sis tem le rin (Sing le Bond ve Ex-
ci te) tek aşa ma lı “self etch” sis te me gö re da ha
yük sek bağ lan ma da ya nı mı ser gi le dik le ri ni bul-
muş lar dır.22

Mar qu a zen ve ark. “to tal etch” ve “self etch”
sis tem le rin süt di şi den ti ni ne bağ lan ma da ya nım -
la rı nı araş tır mış ve en yük sek bağ lan ma da ya nım -
la rı nın “to tal etch” sis tem olan Scoth bond Mul ti
Pur po se’ de göz le miş ler dir. Ad per Sing le Bond’un
bağ lan ma da ya nı mı Scoth bond Mul ti Pur po se’den
dü şük ol ma sı na rağ men is ta tis tik sel fark ser gi le me -
miş tir. Ay rı ca araş tır ma cı lar, Ad per Sing le Bond un
tek aşa ma lı “self etch” olan Prompt L-Pop’tan da ha
yük sek bağ lan ma da ya nı mı na sa hip ol du ğu nu bul-
muş lar dır.23 Ça lış ma mız da da adezif sis tem le rin süt
di şi den ti ni ne bağ lan ma da ya nım la rı kar şı laş tı rıl -
dı ğın da, Tor res ve ark. ve Mar qu a zen ve ark.nın ça-
lış ma la rı na ben zer şekil de, “to tal etch bon ding”
sis te min (Ad per Sing le Bond Plus), tek aşa ma lı “self
etch” sis tem (Ad he SE One) ve iki aşa ma lı “self
etch” sis tem  (Ad per SE Plus)’den da ha yük sek bağ-
lan ma da ya nı mı na sa hip ol du ğu göz len miş tir.

“Self etch” sis tem ler ay rı bir asit le me ve yı-
ka ma fa zı ge rek tir me yen za yıf asit içe ren sis tem -
ler dir. Bu sis tem ler de asit le me ve re zin
in fil tras yo nu eş za man lı ol du ğun dan ye ter siz in-
fil tras yon ih ti ma li ol duk ça za yıf tır.24,25 Gü nü müz -
de uy gu la ma iş lem le ri ni ba si te in dir ge yen ve da ha
az za man ge rek ti ren tek aşa ma lı “self etch” sis tem-
ler ge liş ti ril miş tir. Bu sis tem ler 2 ba sa mak lı “self
etch bon ding” sis tem le rin avan taj la rı na sa hip ol-
mak la bir lik te da ha dü şük bağ lan ma da ya nı mı ser-
gi le dik le ri ile ri sü rül mek te dir. Tek aşa ma lı “self
etch bon ding” sis tem ler de bu lu nan TEGD MA ve
GDMA gi bi di me tak ri lat ya pı la rın hid ro li tik ola-
rak sta bil ol ma dık la rı ve asi dik or tam lar da hid ro -
li ze uğ ra dık la rı bu na bağ lı ola rak dü şük bağ lan ma
da ya nı mı ser gi le dik le ri bil di ril mek te dir.26 Bu so-
ru na en gel ola bil mek ama cıyla özel lik le asi dik or-
tam lar da sta bil ka la bi len, acr yla mi de gi bi, ye ni
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mo no mer sis tem le rin ge liş ti ril di ği göz len mek te -
dir.26,27 Bu ça lış ma da kul la nı lan acr yla mi de esas lı
tek ba sa mak lı “elf etch” sis tem olan Ad he SE
One’ın bağ lan ma da ya nı mı ile 2 ba sa mak lı Ad per-
SE’nin bağ lan ma da ya nı mı ara sın da is ta tis tik sel
bir fark bu lun ma mış tır. Bu so nu cun Ad he SE One
bon ding sis te min mo no mer içe ri ğin den kay nak -
lan dı ğı dü şü nül mek te dir. SEM gö rün tü le ri in ce -
len di ğin de ise Ad per SE Plus ve Ad he SE One ’ın
her iki bon ding sis tem de dü zen li bir hib rid ta ba -
ka ve re zin tag la rı nın var lı ğı iz len miş tir.

Mik ro ge ril me test me to dun da kü çük bağ lan -
ma yü zey ala nı kul la nıl ma sı ve stres da ğı lı mı nın
ho mo jen ol ma sı na bağ lı ola rak adezif tip te kı rıl -
ma la rın da ha yo ğun ola rak göz len di ği be lir til mek -
te dir. Ya pı lan ça lış ma lar da adezif tip kop ma nın
bağ lan ma da ya nım de ğer le ri ni da ha doğ ru yan sı ta -

bi le ce ği ile ri sü rül mek te dir.28,29 Bu ça lış ma da da
ma ter yal le rin ge ne li ne ba kıl dı ğın da adezif tip kop-
ma nın da ha faz la ol du ğu göz len mek te dir.

Pe do don ti kli nik le rin de kol tuk ta otur ma za-
ma nı nı kı salt ma sı ne de niy le, ba sit ve az sa yı da uy-
gu la ma aşa ma sı na sa hip bon ding sis tem le re ih ti yaç
var dır. Tek ba sa mak lı sis tem ler bu ih ti ya ca ce vap
ve re bil mek ama cı ile ge liş ti ril miş tir. Ça lış ma mı zın
so nu cun da, uy gu la ma nın da ha faz la za man al ma sı -
na rağ men, “to tal etch” sis tem le rin bağ lan ma da ya -
nı mı nın tek ba sa mak lı “self etch” sis tem ler den
yük sek ol ma sı bu sis tem le ri ön pla na çı kar mak ta -
dır. Bu nun la bir lik te, ye ni ge liş ti ri len adezif sis tem-
le rin süt di şi den tin do ku su na bağ lan ma
da ya nım la rı nı be lir le me de in vit ro ça lış ma la rın in
vi vo ça lış ma lar la des tek len me si nin ma ter yal le rin
ger çek per for mans la rı nın tes pi tin de ya rar lı ola ca ğı
dü şü nül mek te dir.
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